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二、内容简介
　　芯片粘接剂（Die Attach Adhesive）是半导体封装工艺中用于将裸芯片牢固固定于引线框架或基板上的关键电子材料，直接影响封装器件的热传导、电气互连及机械可靠性。随着先进封装技术的快速迭代，芯片粘接剂正从传统的单一功能材料向高性能、多功能复合体系演进。目前，导电胶（如银浆）与导电膜（DAF）是市场的主流产品。为了满足高功率密度芯片的散热需求，高导热、低热阻的烧结银及新型纳米金属粘接材料正加速商业化。同时，针对超薄芯片与3D堆叠封装，粘接剂在极薄涂布、低应力固化及抗分层性能上取得了显著突破。此外，环保法规的趋严也推动了无卤素、低挥发性有机化合物（VOC）等绿色粘接材料的研发与应用。
　　未来，芯片粘接剂将全面契合半导体先进封装与绿色低碳的双重战在技术路线上，随着Chiplet与2.5D/3D封装的普及，具备超高导热率、极低固化收缩率及优异填充性能的底部填充胶（Underfill）与临时键合材料将迎来爆发式增长。市场调研网指出，在材料创新方面，铜-铜烧结、瞬态液相键合等新型互连技术有望突破传统有机胶的物理极限，满足下一代AI芯片与汽车电子的极端工况要求。在制造工艺上，适应自动化点胶与快速固化的高效粘接剂配方，将大幅提升封装产线的生产效率。此外，随着国内半导体产业链的逐步完善，芯片粘接剂在核心树脂、导电填料及固化剂等上游原材料的国产替代进程将加速，推动整个封装材料行业向高附加值、自主可控的方向迈进。
　　据市场调研网（中智林）《2026-2032年中国芯片粘接剂发展现状分析与市场前景预测报告》，2025年芯片粘接剂行业市场规模达 亿元，预计2032年市场规模将达 亿元，期间年均复合增长率（CAGR）达 %。报告系统分析了我国芯片粘接剂行业的市场规模、竞争格局及技术发展现状，梳理了产业链结构和重点企业表现。报告基于芯片粘接剂行业发展轨迹，结合政策环境与芯片粘接剂市场需求变化，研判了芯片粘接剂行业未来发展趋势与技术演进方向，客观评估了芯片粘接剂市场机遇与潜在风险。报告为投资者和从业者提供了专业的市场参考，有助于把握芯片粘接剂行业发展脉络，优化投资与经营决策。

第一章 芯片粘接剂市场概述
　　1.1 产品定义及统计范围
　　1.2 按照不同产品类型，芯片粘接剂主要可以分为如下几个类别
　　　　1.2.1 中国不同产品类型芯片粘接剂增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
　　　　1.2.2 金属烧结膏
　　　　1.2.3 导电环氧树脂粘合剂
　　　　1.2.4 焊锡芯片粘接膏
　　1.3 按照不同电气功能，芯片粘接剂主要可以分为如下几个类别
　　　　1.3.1 中国不同电气功能芯片粘接剂增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
　　　　1.3.2 导电型
　　　　1.3.3 绝缘型
　　1.4 按照不同粘接层导热系数，芯片粘接剂主要可以分为如下几个类别
　　　　1.4.1 中国不同粘接层导热系数芯片粘接剂增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
　　　　1.4.2 低于5 W/m·K
　　　　1.4.3 5至低于30 W/m·K
　　　　1.4.4 30至低于100 W/m·K
　　　　1.4.5 100 W/m·K及以上
　　1.5 从不同应用，芯片粘接剂主要包括如下几个方面
　　　　1.5.1 中国不同应用芯片粘接剂增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
　　　　1.5.2 半导体封装
　　　　1.5.3 LED及光电器件封装
　　　　1.5.4 其他
　　1.6 中国芯片粘接剂发展现状及未来趋势（2021-2032）
　　　　1.6.1 中国市场芯片粘接剂收入及增长率（2021-2032）
　　　　1.6.2 中国市场芯片粘接剂销量及增长率（2021-2032）

第二章 中国市场主要芯片粘接剂厂商分析
　　2.1 中国市场主要厂商芯片粘接剂销量及市场占有率
　　　　2.1.1 中国市场主要厂商芯片粘接剂销量（2021-2026）
　　　　2.1.2 中国市场主要厂商芯片粘接剂销量市场份额（2021-2026）
　　2.2 中国市场主要厂商芯片粘接剂收入及市场占有率
　　　　2.2.1 中国市场主要厂商芯片粘接剂收入（2021-2026）
　　　　2.2.2 中国市场主要厂商芯片粘接剂收入市场份额（2021-2026）
　　　　2.2.3 2025年中国市场主要厂商芯片粘接剂收入排名
　　2.3 中国市场主要厂商芯片粘接剂价格（2021-2026）
　　2.4 中国市场主要厂商芯片粘接剂总部及产地分布
　　2.5 中国市场主要厂商成立时间及芯片粘接剂商业化日期
　　2.6 中国市场主要厂商芯片粘接剂产品类型及应用
　　2.7 芯片粘接剂行业集中度、竞争程度分析
　　　　2.7.1 芯片粘接剂行业集中度分析：2025年中国Top 5厂商市场份额
　　　　2.7.2 中国市场芯片粘接剂第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商（品牌）及2025年市场份额
　　2.8 新增投资及市场并购活动

第三章 主要企业简介
　　3.1 重点企业（1）
　　　　3.1.1 重点企业（1）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.1.2 重点企业（1） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.1.3 重点企业（1）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.1.4 重点企业（1）公司简介及主要业务
　　　　3.1.5 重点企业（1）企业最新动态
　　3.2 重点企业（2）
　　　　3.2.1 重点企业（2）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.2.2 重点企业（2） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.2.3 重点企业（2）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.2.4 重点企业（2）公司简介及主要业务
　　　　3.2.5 重点企业（2）企业最新动态
　　3.3 重点企业（3）
　　　　3.3.1 重点企业（3）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.3.2 重点企业（3） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.3.3 重点企业（3）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.3.4 重点企业（3）公司简介及主要业务
　　　　3.3.5 重点企业（3）企业最新动态
　　3.4 重点企业（4）
　　　　3.4.1 重点企业（4）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.4.2 重点企业（4） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.4.3 重点企业（4）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.4.4 重点企业（4）公司简介及主要业务
　　　　3.4.5 重点企业（4）企业最新动态
　　3.5 重点企业（5）
　　　　3.5.1 重点企业（5）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.5.2 重点企业（5） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.5.3 重点企业（5）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.5.4 重点企业（5）公司简介及主要业务
　　　　3.5.5 重点企业（5）企业最新动态
　　3.6 重点企业（6）
　　　　3.6.1 重点企业（6）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.6.2 重点企业（6） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.6.3 重点企业（6）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.6.4 重点企业（6）公司简介及主要业务
　　　　3.6.5 重点企业（6）企业最新动态
　　3.7 重点企业（7）
　　　　3.7.1 重点企业（7）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.7.2 重点企业（7） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.7.3 重点企业（7）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.7.4 重点企业（7）公司简介及主要业务
　　　　3.7.5 重点企业（7）企业最新动态
　　3.8 重点企业（8）
　　　　3.8.1 重点企业（8）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.8.2 重点企业（8） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.8.3 重点企业（8）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.8.4 重点企业（8）公司简介及主要业务
　　　　3.8.5 重点企业（8）企业最新动态
　　3.9 重点企业（9）
　　　　3.9.1 重点企业（9）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.9.2 重点企业（9） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.9.3 重点企业（9）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.9.4 重点企业（9）公司简介及主要业务
　　　　3.9.5 重点企业（9）企业最新动态
　　3.10 重点企业（10）
　　　　3.10.1 重点企业（10）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.10.2 重点企业（10） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.10.3 重点企业（10）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.10.4 重点企业（10）公司简介及主要业务
　　　　3.10.5 重点企业（10）企业最新动态
　　3.11 重点企业（11）
　　　　3.11.1 重点企业（11）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.11.2 重点企业（11） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.11.3 重点企业（11）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.11.4 重点企业（11）公司简介及主要业务
　　　　3.11.5 重点企业（11）企业最新动态
　　3.12 重点企业（12）
　　　　3.12.1 重点企业（12）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.12.2 重点企业（12） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.12.3 重点企业（12）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.12.4 重点企业（12）公司简介及主要业务
　　　　3.12.5 重点企业（12）企业最新动态
　　3.13 重点企业（13）
　　　　3.13.1 重点企业（13）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.13.2 重点企业（13） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.13.3 重点企业（13）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.13.4 重点企业（13）公司简介及主要业务
　　　　3.13.5 重点企业（13）企业最新动态
　　3.14 重点企业（14）
　　　　3.14.1 重点企业（14）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.14.2 重点企业（14） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.14.3 重点企业（14）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.14.4 重点企业（14）公司简介及主要业务
　　　　3.14.5 重点企业（14）企业最新动态
　　3.15 重点企业（15）
　　　　3.15.1 重点企业（15）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.15.2 重点企业（15） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.15.3 重点企业（15）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.15.4 重点企业（15）公司简介及主要业务
　　　　3.15.5 重点企业（15）企业最新动态
　　3.16 重点企业（16）
　　　　3.16.1 重点企业（16）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.16.2 重点企业（16） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.16.3 重点企业（16）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.16.4 重点企业（16）公司简介及主要业务
　　　　3.16.5 重点企业（16）企业最新动态
　　3.17 重点企业（17）
　　　　3.17.1 重点企业（17）基本信息、芯片粘接剂生产基地、总部、竞争对手及市场地位
　　　　3.17.2 重点企业（17） 芯片粘接剂产品规格、参数及市场应用
　　　　3.17.3 重点企业（17）在中国市场芯片粘接剂销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
　　　　3.17.4 重点企业（17）公司简介及主要业务
　　　　3.17.5 重点企业（17）企业最新动态

第四章 不同产品类型芯片粘接剂分析
　　4.1 中国市场不同产品类型芯片粘接剂销量（2021-2032）
　　　　4.1.1 中国市场不同产品类型芯片粘接剂销量及市场份额（2021-2026）
　　　　4.1.2 中国市场不同产品类型芯片粘接剂销量预测（2027-2032）
　　4.2 中国市场不同产品类型芯片粘接剂规模（2021-2032）
　　　　4.2.1 中国市场不同产品类型芯片粘接剂规模及市场份额（2021-2026）
　　　　4.2.2 中国市场不同产品类型芯片粘接剂规模预测（2027-2032）
　　4.3 中国市场不同产品类型芯片粘接剂价格走势（2021-2032）

第五章 不同应用芯片粘接剂分析
　　5.1 中国市场不同应用芯片粘接剂销量（2021-2032）
　　　　5.1.1 中国市场不同应用芯片粘接剂销量及市场份额（2021-2026）
　　　　5.1.2 中国市场不同应用芯片粘接剂销量预测（2027-2032）
　　5.2 中国市场不同应用芯片粘接剂规模（2021-2032）
　　　　5.2.1 中国市场不同应用芯片粘接剂规模及市场份额（2021-2026）
　　　　5.2.2 中国市场不同应用芯片粘接剂规模预测（2027-2032）
　　5.3 中国市场不同应用芯片粘接剂价格走势（2021-2032）

第六章 行业发展环境分析
　　6.1 芯片粘接剂行业发展分析---发展趋势
　　6.2 芯片粘接剂行业发展分析---厂商壁垒
　　6.3 芯片粘接剂行业发展分析---驱动因素
　　6.4 芯片粘接剂行业发展分析---制约因素
　　6.5 芯片粘接剂中国企业SWOT分析
　　6.6 芯片粘接剂行业发展分析---行业政策
　　　　6.6.1 行业主管部门及监管体制
　　　　6.6.2 行业相关政策动向
　　　　6.6.3 美国对华关税对行业的影响分析
　　　　6.6.4 行业相关规划

第七章 行业供应链分析
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